
有关编辑查询和其他相关事项：
请与 clover.lee (clover.lee@aspencore.com) 联系。

期刊 编辑观点 高层观点 封面故事 趋势洞察 元件与模组 分销与供应链 制造与工艺 特刊

1 月刊 
广告预订截止日期： 2023 年 11 月 20 日
材料提交截止日期： 2023 年 11 月 24 日

• • 新年展望 消费电子市场现状 通信模块 分销市场格局 - -

2 月刊 
广告预订截止日期： 2023 年 12 月 20 日
材料提交截止日期： 2023 年 12 月 25 日

• • 供应链出海机会 风、光、储应用 存储主控 合规与认证 晶圆制造 -

3 月刊 
广告预订截止日期： 2024 年 1 月 18 日
材料提交截止日期： 2024 年 1 月 20 日

• • 大规模存储与云计算 半导体芯片新浪潮 图像传感器 分销新趋势 - -

4 月刊 
广告预订截止日期： 2024 年 2 月 20 日
材料提交截止日期： 2024 年 2 月 26 日

• • 智慧城市 智慧医疗 微型电机 电商分销 新材料应用 -

5 月刊
广告预订截止日期： 2024 年 3 月 20 日
材料提交截止日期： 2024 年 3 月 25 日

• • 本土IC市场分析 新型显示 无线充电 智慧仓储与物流 - -

6 月刊
广告预订截止日期： 2024 年 4 月 19 日
材料提交截止日期： 2024 年 4 月 25 日

• • 2023年全球/中国分销商排名 存储市场格局 功率器件 测试测量 PCB制造 -

7 月刊
广告预订截止日期： 2024 年 5 月 20 日
材料提交截止日期： 2024 年 5 月 24 日

• • 智能制造 汽车电子市场 无线模块 数字化管理 - -

8 月刊 
广告预订截止日期： 2024 年 6 月 20 日
材料提交截止日期： 2024 年 6 月 25 日

• • 半导体投融资市场 智能穿戴 晶振 供应链安全 半导体设备 AIoT特刊

9 月刊 
广告预订截止日期： 2024 年 7 月 19 日
材料提交截止日期： 2024 年 7 月 25 日

• • 第三代半导体 机器人 MEMS传感器 分销模式 - -

10 月刊 
广告预订截止日期： 2024 年 8 月 20 日
材料提交截止日期： 2024 年 8 月 26 日

• • 绿色储能 激光/毫米波/超声
波雷达 射频前端 分销与资本 自动化测试 -

11 月刊
广告预订截止日期： 2024 年 9 月 20 日
材料提交截止日期： 2024 年 9 月 25 日

• • 新能源汽车应用 智慧家电 电源模块 分销后服务市场机会 - -

12 月刊 
广告预订截止日期： 2024 年 10 月 21 日
材料提交截止日期： 2024 年 10 月 25 日

• • 机器学习与人工智能/AI 机器视觉
• 电容
• 电感
• 电阻

供应链服务 半导体封装 分销商与供应链专刊

 2024 编辑计划表

注：封面故事、元件与模组、分销与供应链所列主题需采访企业；编辑观点、趋势洞察、制造与工艺所列主题以深度原创为主；发行人保留对以上文章删除及改动的权利。


